
シーズ

家電関連機器

LED照明 車載機器

モバイル機器

ICT※インフラ機器 半導体パッケージ

●etc.●DSC
●Laundry machine

●Laptop●Tablet PC  

●TV

※ICT … Information and Communication Technology

●Smart phone

●Server ●Router

●Switch
●Base station
●etc.

●Automotive ●etc.

●FC-CSP ●FC-BGA ●CSP ●etc.

●EV
●HEV
●PHV

●LED lighting
●etc.

●etc.

series

半導体パッケージ基板材料

series

材料開発技術

品質評価
解析技術

プロセス技術

series

series

series
ガラスコンポジット基板材料

多層基板材料

内層回路入り多層基板材料

フレキシブル基板材料　

多層基板材料多層基板材料

PreMulti

series

紙フェノール基板材料

多層基板材料

高熱伝導性基板材料

ニ 
ー 
ズ

当
社
商
品

当
社
商
品

電子回路基板材料の主な製品ラインアップ
先端のエレクトロニクス機器に先進の電子回路基板材料をお届けしています。
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耐トラッキング性 / 加工性

低反り

低
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